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Cerinte pentru Ansamblurile
Electrice si Electronice Lipite

1 GENERALITATI

1.1 Domeniu Acest standard descrie practicile si cerintele
pentru fabricarea ansamblurilor electrice si electronice
lipite. In trecut, standardele de lipire ale ansamblurilor
contineau tehnici de indrumare cuprinzéitoare cu adresare
in special principiilor si tehnicilor. Pentru o mai buna
intelegere a recomandarilor si cerintelor acestui document,
se poate utiliza impreuna cu IPC-HDBK-001 si IPC-A-610
si IPC-HDBK-610.

Atunci cand J-STD-001 este citat sau cerut in contract,
cerintele din IPC-A-610 nu se aplica decat in cazul cand
este cerut separat sau in mod special. Cand IPC-A-610 este
citat impreuna cu J-STD-001, ordinea de prioritate trebuie
sa fie stabilita in documentele insotitoare.

1.2 Scop Acest standard descrie materialele, metodele
si criteriile de acceptare pentru ansamblurile electrice si
electronice lipite. Intentia acestui document este aceea
de a pune baza pe metodologia de control a procesului
pentru a se asigura ca in timpul fabricatiei unui produs
nivelele stabilite de calitate sunt respectate. Nu este n
scopul acestui standard excluderea oricarei proceduri
pentru plasarea componentelor, a fluxului si a aliajului
folosit in obtinerea de conexiuni electrice.

1.3 Clasificare Acest standard recunoaste impartirea
ansamblurilor electrice si electronice dupa scopul utilizarii
finale. Au fost stabilite trei clase de produse finale care
reflecta diferentele in caracterul de realizare practica,
complexitate, cerinte de performante functionale si
frecventa verificarilor (inspectie/testare). Ar trebui
recunoscut faptul ca exista suprapuneri intre clase in

cazul unui echipament.

Utilizatorul (v. 1.8.13) poarta responsabilitatea pentru
definirea clasei de produs. Clasa produsului ar trebui
sa fie specificatd in setul documentelor insotitoare.

CLASA 1 Produse Electronice Generale
Cuprinde produsele potrivite aplicatiilor unde cerinta
majord este functionarea ansamblului complet.

CLASA 2 Produse Electronice pentru Aplicatii Dedicate

Cuprinde acele produse unde se cere o performanta
continua si o durata de viata extinsa, si pentru care
functionarea neintrerupta este dorita dar nu e critica.

Conditiile tipice de mediu nu ar trebui sd produca defectari.

CLASA 3 Produse Electronice de inalti Performanta

Cuprinde acele produse unde se cere tot timpul performanta
inalta sau unde cererea de performanta este un factor critic,
timpul de cadere al echipamentului nu poate fi tolerat,
conditiile de utilizare ar putea fi neobisnuit de grele

si echipamentul trebuie sa functioneze atunci cand este
nevoie de el, de exemplu cum ar fi cele care sustin viata
sau alte sisteme critice.

1.4 Unitati de Masura si Utilizare Toate dimensiunile

si tolerantele si la fel de bine si alte unitati de masura
(temperatura, greutate etc.) din acest standard sunt
exprimate in unitati SI (Sistem International) cu asigurarea
exprimarii i in unitati Imperiale Britanice in paranteze.
Dimensiunile si tolerantele folosesc milimetri ca forma
principala: micronii sunt folositi atunci cand precizia face
ca milimetri sa fie dificil de utilizat. Celsius se foloseste

la exprimarea temperaturii. Greutatea este exprimata in
grame.

1.4.1 Verificarea Dimensiunilor Dimensiunile reale ale
elementelor montate si ale racordurilor lipiturilor precum

si determinarea procentelor nu sunt cerute decat in situatiile
de arbitraj. Pentru scopurile determinarii conformitatii

cu aceasta specificatie, toate valorile limita specificate n
acest standard sunt valori limita absolute asa cum sunt ele
definite de ASTM E29.

1.5 Definitia Cerintelor Cuvantul va trebui este folosit

in textul acestui document ori de cate ori exista o cerinta
pentru materiale, pregatire, controlul procesului sau
acceptarea unei conexiuni lipite. Acolo unde cuvantul

va trebui duce la un defect de hardware pentru cel putin

o clasd, cerintele pentru fiecare clasd sunt notate in casetele
cu text din apropierea textului incident. Aceste casete sunt
totalizate In Anexa A. Anexa A identifica conditiile listate
pentru fiecare clasa fie ca “Defect”, “Indicator de Proces”,
“Acceptabil”, sau “Cerintd Nestabilitd”. In cazul unei
nepotriviri intre cerintele din casetele cu text i Anexa
A, cerintele listate in casete au prioritate.

Desenele si ilustratiile din interiorul acestui document
ajuta la interpretarea cerintelor scrise din acest
standard. Textul scris are prioritate asupra figurilor.

IPC-HDBK-001, un document insotitor al acestei
specificatii, contine explicatii importante i informatii
practice alcatuite de /PC Technical Committies 1n legatura
cu aceasta specificatie. Desi HDBK nu este o parte a
acestei specificatii, atunci cand apare o confuzie prin




